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Di sclosed is a nethod for

produci ng structured,
el ectrically conductive surfaces on a substrate.
nmet hod conprises the foll ow ng steps:
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(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF STRUCTURED, ELECTRICALLY CONDUCTIVE SURFACES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG STRUKTURIERTER, ELEKTRISCH LEITFAHIGER OBERFLA-
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(57) Abstract: Disclosed is a method for producing structured, electrically conductive surfaces on a substrate. Said method com-
prises the following steps: a) a base layer containing particles that can be coated in an electroless manner and/or be electro-plated
is structured on the substrate by removing the base layer according to a predefined structure with the help of a laser; b) the surface
of the particles that can be coated in an electroless manner and/or be electro-plated is activated; and c) an electrically conductive

coating is applied to the structured base layer.

& (57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung strukturierter, elektrisch leitfihiger Oberflichen auf einem Substrat, welches
folgende Schritte umfasst: a) Strukturieren einer Basisschicht auf dem Substrat, die stromlos und/oder galvanisch beschichtbare
Partikel enthilt, durch Abtragen der Basisschicht entsprechend einer vorgegebenen Struktur mit einem Laser, b) Aktivieren der
Oberflédche der stromlos und/oder galvanisch beschichtbaren Partikel und c¢) Aufbringen einer elektrisch leitfdhigen Beschichtung
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auf die strukturierte Basisschicht.



